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Fraunhofer IZM engagiert sich in der APECS-Pilotlinie zur Forderung von
Chiplet-Technologien

Das Fraunhofer-Institut fiir Zuverlissigkeit und Mikrointegration IZM gibt seine aktive Mitwirkung an der
APECS-Pilotlinie bekannt, die innerhalb des Rahmens des EU Chips Acts ins Leben gerufen wurde. Die
Initiative zielt darauf ab, die Entwicklung und Integration von Chiplet-Technologien voranzutreiben, um
die Wettbewerbsfahigkeit der europdischen Halbleiterindustrie zu starken.

Innerhalb der APECS-Pilotlinie wird das Fraunhofer IZM eine Schliisselrolle bei der Hardware-Integration von
Chiplet-Systemen einnehmen. Mit der Verfiigbarkeit der Chiplet-Einzelkomponenten bedient das Institut den gesamten
Prozessablauf zur Realisierung eines voll funktionsfiahigen Systems. Dafiir entwickeln die Forschenden moderne
Interposer-Technologien auf 300 mm, hochdichte Substrate, fortschrittliche Montagetechniken und stellen die
notwendigen Prozesse fiir die weitergehende Heterointegration hochintegrierter Systeme bereit. Das Fraunhofer IZM
positioniert sich mit den folgenden Innovationsschwerpunkten als zentraler Ansprechpartner fiir die
System-Heterointegration in Europa.

Entwicklung hochpraziser Integrationstechnologien

Die Chiplet-Technologie erfordert eine hochprizise Montage auf hochdichten Interposern und Leiterplatten. Das
Fraunhofer IZM wird innovative Lsungen zur Implementierung dieser Technologien voranbringen. So werden etwa
durch Silizium-basierte Interposer die Kontaktraster von derzeit 15 Mikrometern auf unter 1 Mikrometer verkleinert. Auf
Leiterplatten wird sich dank so genannter ,,Advanced PCBs“ das Kontaktraster im Mikrometerbereich bewegen.

Die Verbindung zwischen Chiplets erfordert leistungsfahige Interconnect-Technologien und spezielle Materialien zur
Sicherstellung der Signalintegritat. Fiir die Gehdusetechnologie verfolgen die Forschenden verschiedene
Integrationsansatze (2D, 2,5D, 3D), wobei thermisches Management entscheidend ist, um Hotspots zu vermeiden.
Dariiber hinaus stellt das Fraunhofer IZM umfassende Testumgebungen zur Verfligung, um die Funktionalitat der
einzelnen Chiplets nach ihrer Integration sicherzustellen.

Prototyping von Substraten

Die Herstellung von Substraten mit feinsten Strukturen bis hinab zu 1 Mikrometer zur Realisierung von Prototypen fiir
industrielle und akademische Partner ist ein Schliissel, um Technologien fiir kiinstliche Intelligenz und das High
Performance Computing zu entwickeln und zu validieren. Neben der Weiterentwicklung von Technologien auf
organischen Substraten werden auch neue Materialien wie Glas in den Mittelpunkt der Forschungsarbeit geriickt.

Entwicklung modularer Chiplet-Architekturen

Durch die Integration mehrerer spezialisierter Chiplets auf einem einzigen Substrat fordert das Fraunhofer IZM die
Modularitat und Kosteneffizienz der Systeme und unterstiitzt gleichzeitig die Wiederverwendbarkeit bestehender

Chiplet-Designs. Diese Modularitit wird durch die am Fraunhofer IZM bereitgehaltene und im Rahmen von APECS
weiterentwickelte Toolbox unterschiedlichster Integrationsverfahren ermoglicht.
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Uber die APECS-Pilotlinie

Die Pilotlinie fiir »nAdvanced Packaging and Heterogeneous Integration for Electronic Components and Systems« (kurz
APECS) ist ein wichtiger Baustein des EU Chips Acts, um Chiplet-Innovationen voranzutreiben und die Forschungs- und
Fertigungskapazititen fiir Halbleiter in Europa zu erhéhen. Die in der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland
(FMD) kooperierenden Institute arbeiten eng mit weiteren europdischen Partnern am Aufbau der APECS-Pilotlinie und
leisten damit maRgeblich einen Beitrag, Europas technologische Resilienz zu starken und somit auch die globale
Wettbewerbsfahigkeit in der Halbleiterindustrie zu steigern. Sowohl grolten Industrieunternehmen als auch KMU und
Start-ups wird die Pilotlinie einen niederschwelligen Zugang zu Cutting Edge-Technologien ermdglichen und fiir sichere,
resiliente Halbleiterwertschopfungsket-ten sorgen.

APECS wird durch Chips Joint Undertaking und durch nationale Forderungen von Belgien, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Osterreich, Portugal und Spanien im Rahmen der »Chips for Europe« Initiative kofinanziert.
Die Gesamtfinanzierung fiir die APECS-Pilotlinie belduft sich auf 730 Millionen Euro liber 4,5 Jahre.
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Keine Chiplets ohne heterogene Integration: Das High-End Performance Packaging vom Wafer zum System ist einer der
Schliissel zur Hardware-Realisierung innerhalb der APECS-Pilotlinie
© Fraunhofer IZM
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